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会社概要：ひとめで分かるイビデン

東証プライム上場 時価総額7兆円 創業114年

証券コード
４０６２

２０２５年１１月に日経平均（日経225）

構成銘柄に組入
１０年間で37倍に拡大

（２０１６年７月末は1,866億円）

大正元年(1912年）創業
祖業は水力発電事業

現在の事業は3つ 海外売上高70％以上 世界シェア※約80％
※AIデータセンター用GPUのICパッケージ基板

　　① 電子
　　② セラミック
　　③ その他

　　現在は半導体部品が主体の
　　 電子事業が最大の収益源

複数の海外半導体
メーカーが取引先

AIデータセンター用途の
半導体部品（ICパッケージ基板）が高成長

2026年7月1日時点
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事業の強み：イビデン3つの特徴

 当社の強みは「高度な技術力」「変化への対応力」「新たな成長源を育む企業文化」

100年を超える挑戦の歴史の中で

習得した技術力と対応力
高度な技術力

変化への対応力
新たな成長源を育む

企業文化

電力事業から建材事業へ

建材事業から電子事業へ

新たな成長源を育む
企業文化
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電子
58%

20%

その他

22%

2025年度

電力

51%

鉄道

20%

カーバイド

27%

その他 2%

1923年度

建材

50%

カーバイド

16%

合金鉄

12%

その他

22%

1971年度

電子

57%

25%

建材

7%

その他

11%

2011年度

電子

57%

建材

16%

8%

その他

19%

2001年度

307万円

136億円

2,054億円

3,008億円

4,162億円

✓パソコン向け主体

✓海外半導体が主要顧客

✓スマートフォン向け拡大

✓海外スマホ大手と取引

✓AI半導体で高シェア

✓顧客層に広がりも

セラ

ミックセラ

ミック
セラミック

主力事業：変化と挑戦の中で生まれた電子事業

 時代の変化を機会と捉え、事業創出を繰り返し成長を続けてきた

 現在は「電子事業」が主力。データセンター向けのAI半導体用「ICパッケージ基板」が成長を牽引

「ICパッケージ基板」
パソコン用（左）とデータセンター用（右）

事業別売上高(比率)の変遷
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301 

767 

1,617 

7 30 
100 

2015 2020 2025 2030 2035 2040

2025年(=100)

を基準とした変化

５年で３倍

１０年で８倍

１５年で１６倍

AI半導体市場：データ処理量の膨張で需要が拡大

 AIの社会実装が進むことで世界のデジタルデータの処理量が急増する未来が展望される

 AI半導体市場はデータ膨張に備えるデータセンター投資によって長期的に拡大する見通し

世界のデジタルデータ処理量の推移 ※ 民間調査会社データ等を参考とした当社予想

AI社会ではデータセンターに
デジタル機器が同時大量接続

データセンターによる膨大な
データ処理が必要不可欠＝
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半導体（ICチップ）とICパッケージ基板のイメージ図

ICパッケージ基板

ICパッケージ基板：半導体（ICチップ）を動かす電子部品

 パソコンやサーバーで必要不可欠な半導体（ICチップ）の性能を引き出すのはICパッケージ基板

 ICパッケージ基板は、ICチップの保護や電気信号の伝達などを担う中核電子部品

パソコン

（AI）サーバー（データセンター等）

ICチップ（集積回路）

インターポーザー 複数個のICチップ（集積回路）
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保護・接続

高密度化

薄型化・高速データ伝送

～1990年代 2000年代～ 2010年代～ 20２0年代～

デスクトップ

PC

ノート

PC

携帯

電話

スマート

フォン
クラウド AI

超高速化

ICチップの高密度接合

ICパッケージ基板：AI半導体向けの性能は高難度

 AI半導体では、ICパッケージ基板に高難度な性能（超高速・省電力・放熱）が求められる

 当社は独自技術で、この難しい課題を解決しAI半導体市場において高いシェアを獲得

ICパッケージ基板に求められる性能の変遷 最先端品の技術トレンド

多層化

データセンター向け

ICパッケージ基板の

断面図

微細化

データセンター向け

ICパッケージ基板の

内層配線の拡大図

チップレット

複数に分割した

ICチップの機能を

ICパッケージ基板で

統合する方法
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ICパッケージ基板

ICチップ

パソコン用半導体 AI用半導体

（現世代）

AI用半導体

（次世代）

AI半導体：ICパッケージ基板の付加価値が拡大基調

 AI半導体の高度な要求性能を満たすため、ICパッケージ基板の役割も高度化（付加価値向上）

 高度な要求性能に対応できるICパッケージ基板メーカーは当社筆頭にごく少数に限られる

高度な要求性能に対応できる企業のみ残存し市場が寡占化
ICパッケージ基板
のサプライヤー数

市場の寡占化でごく少数の企業が多くの利益を獲得可能にICパッケージ基板
の付加価値

多 少

少 多

半導体におけるICパッケージ基板とICチップの付加価値の変遷（イメージ）
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1,972億円
2,433億円

3,300億円

4,600億円

売上高

8,000億円

13.6%

18.6%

22.7%

28.9%

営業利益率 35.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

24年度 25年度 26年度 27年度 30年度

電子事業：AI半導体用ICパッケージ基板で高シェア

 AI半導体用ICパッケージ基板で世界トップシェアを握る（※推定 約８０％）

 AI半導体市場の拡大に伴い、既存顧客との取引拡大だけでなく、新たな顧客も獲得

AIデータセンター用半導体の
ICパッケージ基板でトップシェア 約80％

（当社推定、26年３月時点）

電子事業の業績推移

※ 26年度以降は会社計画及び現時点での見通し

※ AIデータセンター向け半導体（GPU）の高機能ICパッケージ基板でのシェア
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電子事業：選ばれ続ける３つの理由

 AI半導体用ICパッケージ基板での高シェアも「高度な技術力」「スピード」「積極投資」が決め手に

当社のICパッケージ基板が選ばれ続ける理由

高度な技術力1

スピード2

積極投資3

市場にまだない製品を創り出す力

新製品投入までが速く追随を許さない

果敢な追加投資で商機拡大に対応
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半
導
体
の
性
能(

デ
ー
タ
処
理
の
速
度
／
容
量
）

ICパッケージ基板の大きさ（面積と層数）

２０２５年

ICパッケージ

基板の面積

８0×８0ｍｍ

ICパッケージ

基板の面積

９０×９０ｍｍ

２０26年

ICパッケージ

基板の面積

１１０×１１０ｍｍ

２０2８年

ICパッケージ基板の面積

１３０×１３０ｍｍ以上

一部の基板でコア材料は

樹脂からガラスへ

２０３０年～

基板の層数

18層程度
（9-X-９）

基板の層数

20層以上
（１０-X-１０）

基板の層数

24層以上
（１２-X-1２）

基板の層数

28層以上
（１４-X-1４）

総面積（面積×層数）は

5年で４倍に大型化へ

電子事業：２０３０年以降の最先端技術にも対応

 ICパッケージ基板に求められる技術的な難易度は一段と増す見通し（大型化、多層化、内蔵化）

 当社は最先端の技術開発に携わり続け、ハイエンドのICパッケージ基板での優位性を保つ

ICパッケージ基板の進化トレンド
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2,433億円
3,300億円

4,600億円

電子

8,000億円
826億円

800億円

900億円

1,000億円

903億円

900億円

1,000億円

1,000億円

100億円

620億円
900億円

1,500億円

3,000億円以上

-350 000%

-250 000%

-1500 00%

-500 00%

50 000%

150 000%

25 0000 %

35 0000 %

0

2, 000

4, 000

6, 000

8, 000

10, 000

12, 000

14, 000

25年度 26年度 27年度 30年度

4,162億円
5,000億円

6,500億円

売上高 1兆円以上
(従来目標比＋33％～)

(従来目標比＋100％～)

営業利益

セラミック

その他

新事業

中期経営計画：２０３０年度に営業利益3,000億円以上へ

 中期経営計画では30年度に売上高1兆円以上、営業利益3,000億円以上を目指す

 電子事業でＡＩ半導体関連の成長余地が更に広がったと判断し、業績目標を大幅に引き上げ

中期経営計画の業績目標 ※ 26年度以降は会社計画及び現時点での見通し
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100

0

200

400

600

800

24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

需要は4年で5倍に急拡大へ

その後も高成長が続く見通し

約500

2４年を基準(=100)

とした変化

170
200

230
280

100
140

24年度

上期

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

24年度上期末を基準(=100)

とした変化

生産能力を４年で２．８倍へ増強

成長戦略：AI半導体用ICパッケージ基板を増産

 AI半導体用ICパッケージ基板の需要は当面の間、急ピッチで拡大し続ける見通し

 当社はAI半導体用ICパッケージ基板の生産能力の拡張を進め、事業拡大へつなげる

※ 民間調査会社データ等を参考とした当社予想

イビデンのICパッケージ基板生産能力AI半導体用ICパッケージ基板の需要見通し

※ 各期末時点のAI半導体用ICパッケージ基板の生産能力
26年度以降は会社計画及び現時点での見通し
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電子

セラミック

その他

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

1,573億円

643億円

2,100億円

成長戦略：AI半導体用ICパッケージ基板を増産

 足元では河間事業場（約2,200億円）、大野事業場（約2,800億円）を中心に生産能力を拡張

 設備投資は26～27年度にかけ高水準となるが、旺盛な需要に応えるための追加投資も検討

設備投資額の推移

※ 26年度以降は会社計画
及び現時点での見通し

大野事業場

稼働時期 2027年度より順次稼働し量産開始

事業所 河間（がま）事業場

事業所 大野事業場

投資額 約2,800億円　（Cell8 ※画像参照）

投資額 約2,200億円　（Cell６ ※画像参照）

稼働時期 2027年度より順次稼働し量産開始

AI半導体用ICパッケージ基板の増産計画

河間事業場 Cell6 Cell8
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✓ 電動車（EV、PHEV、FCEV等）向け部材

や、ロボットの駆動分野での事業強化を

狙った研究開発を推進する

✓ 新たな事業領域として、植物活性化剤

「LEAF ENERGY」の育成を進めるほか、

CO2固定化技術などに注目

✓ 新事業を創出する研究開発も推進
✓ DPFやAFP（内燃機関向け製品）は排気ガス

の浄化に貢献。PHEVと新興国の建機/農機

での受注獲得を狙う

✓ EVバッテリー用安全部材は、車載電池の間

に挟み、発火などの電池事故の被害拡大を

防ぐ。海外での採用車種増加を目指す

✓ FGM(特殊炭素製品）は、半導体製造装置の

ほか、北米の次世代原子力市場を開拓へ

セラミック、その他：新たなビジネスの種まきを継続

 セラミック事業は、DPF（自動車排ガス浄化装置）に加えグラファイトで新市場の開拓を狙う

 その他事業では、次世代の収益源育成を目的として研究開発活動を積極的に推進する

セラミック事業 その他・新事業

研究開発費(全社ベース)の推移

主な製品

DPF(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･
ﾊﾟﾃｨｷｭﾚｰﾄ・ﾌｨﾙﾀｰ）

AFP(触媒但体
保持・シール材）

FGM（特殊
炭素製品）

EVバッテリー用
安全部材

197億円 202億円

275億円 299億円

370億円4.7%
5.5%

7.4% 7.2% 7.4%

0. 0%

1. 0%

2. 0%

3. 0%

4. 0%

5. 0%

6. 0%

7. 0%

8. 0%

9. 0%

0

100

20 0

30 0

40 0

50 0

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度計画

研究開発費/売上高(比率)
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企業価値向上の取り組み05
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2,054億円

4,135億円

2,665億円

4,175億円 4,162億円

5,000億円

6,500億円

１兆円以上

00年度 05年度 10年度 15年度 20年度 25年度 30年度

5,619億円

７兆2,642億円（７月１日時点）

時価総額（年度末） 売上高（年度）

9,366億円9,１４４億円

1,938億円1,932億円

株式時価総額：2026年に初めて７兆円を突破

 AI半導体と当社のICパッケージ基板への成長期待に後押しされ、時価総額は７兆円を突破

 今後も成長戦略の実行を通じた利益拡大により、持続的な企業価値の向上を目指す

時価総額と売上高の推移 ※ 26年度以降の売上高は会社計画及び現時点での見通し
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企業価値向上へ：財務規律ある成長投資で収益力を強化

 30年度に向けて営業利益率30％が視野に。将来的には更に高い収益性を目指せる体制へ

 財務規律や株主還元とのバランスへ配慮しながら、企業価値向上に向けた成長投資を継続する

キャッシュ・アロケーション
（現金収入と資金使途）

営業利益率の推移と今後のターゲット
（半導体業界比較）

11.1%

7.2%

11.9%
14.9%

30%以上

21.1% 20.5%

23.5%

42.7%

16.6%
18.8%

26.9%

40.4%

9.8%

3.8%
6.5% 6.8%

10年度 15年度 20年度 25年度 30年度

イビデン

半導体メーカー

製造装置メーカー

部材メーカー

※ 半導体メーカーは、エヌビディア、ブロードコム、クアルコムの平均

※ 製造装置は、アドバンテスト、ディスコ、ASML ｰﾙﾃﾞｨ  ﾞ の平均

※ 部材メーカーは、国内外の半導体部材メーカー複数社の平均

キャッシュ・イン キャッシュ・アウト

26年度～28年度

営業

キャッシュ・フロー

8,000億円程度
（前受金含む）

設備投資関連

前受金

成長投資

株主還元

負債削減
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株主還元：配当は累進配当の方針を継続

 株主還元については、配当性向20%を目安とし、累進配当とする方針（２０30年度まで）

 2026年度の1株当たり配当金額は35円（ 2025年度比＋5円）を計画

1株当たり配当金と連結配当性向の推移 ※ 26年度以降は会社計画及び現時点での見通し

19%

14% 13%

18%
17%

13%

17%

連結配当性向（％）

17.5円
20.0円

25.0円

20.0円 20.0円

30.0円

35.0円

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

1株当たり配当金（円）

２０30年度まで配当性向２０％が目安
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最後に：個人投資家の皆様へのメッセージ

本日のまとめ

✓ 時代の変化を予見し、新たな価値の創造に挑戦します

✓ 独自の技術により、高い競争優位性を確立します

✓ 成長投資と株主還元を両立します
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本資料には、イビデン株式会社(以下「当社」)の業績見通し、経営計画、戦略など、

将来に関する記述が含まれています。これらは本資料の作成時点で入手可能な情

報に基づく当社の判断・仮定によるものであり、半導体等の市場動向、為替相場の

変動、原材料価格や設備投資環境の変化、その他さまざまなリスクや不確実性を含

んでいます。そのため、実際の業績等は、これらの将来見通しと大きく異なる可能

性があります。当社は、新たな情報や将来の事象等により、本資料中の将来見通し

を更新・修正する義務を負うものではありません。 本資料は投資の勧誘を目的とし

たものではありません。投資に関するご決定は、ご自身のご判断において行ってい

ただきますようお願いいたします。

＜将来の見通しに関する注意事項＞
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